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Uberbrickung der Liicke zwischen OSP und metallischer Endoberflache

Das richtige Verhéaltnis zwischen Kosten und Performance zu finden, ist in allen Bereichen der Leiterplattenlieferkette ein Balanceakt. Der letzte
Verfahrensschritt, der nur einen Bruchteil von einem Prozent der gesamten Leiterplattenkosten ausmacht, ist der Verfahrensschritt, der
wabhrscheinlich die grof3te Auswirkung auf die Fertigung hat. Dieser Schritt, die Endoberflache, wirkt sich erheblich auf die Haltbarkeit, die
Lotbarkeit, die In-Circuit-Testfahigkeit sowie auf die Festigkeit der Létverbindung und die Zuverléssigkeit aus.Bisher gab es nur zwei Optionen
bei Leiterplatten- Endoberflachen: organisch oder metallisch. Der organische Oberflachenschutz (OSP) beriicksichtigt die meisten
Bestlickungsanforderungen zu den geringsten Kosten. Metallische Endoberflachen beriicksichtigen zwar einen gréReren Bereich der
Bestlickung, aber zu Kosten, die die OSP-Kosten um ein Vielfaches tbersteigen. Enthone hat Entek OM entwickelt — eine neue Klasse von
Leiterplattenendoberflachen.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 2,52 €
2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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